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ES 2300994 T3

DESCRIPCION

Moédulo electrénico y procedimiento para su realizacion.

La presente invencidn se refiere a un subconjunto electrénico que incluye al menos una placa de circuitos recubierta
en dos lados con un material conductor eléctrico, donde la placa de circuitos estd equipada con un primer grupo
de componentes electronicos para formacion de una interface de usuario y con un segundo grupo de componentes
electrénicos para formacién de un médulo de célculo y control; la invencion se refiere ademds a un método de producir
tal subconjunto.

Los subconjuntos electrénicos del tipo indicado en la introduccion asi como los métodos correspondientes para
la produccién de dicho subconjunto son conocidos en la tecnologia de equipamiento de placas de circuitos. A este
respecto, la seleccién del material base de las placas de circuitos para produccién del subconjunto electrénico corres-
pondiente es de primordial importancia, dado que, en una medida sustancial, el material base usado es decisivo con
respecto a las caracteristicas eléctricas, mecénicas y de alta frecuencia asi como el método de produccién utilizable y
los costos anticipados de la placa o subconjunto a realizar. En consecuencia, la seleccién del material base correcto
tiene un significado sustancial.

En el caso de electrodomésticos equipados con placas de circuitos, tal como, por ejemplo, lavadoras, lavavajillas,
aparatos refrigeradores/congeladores y hornos, se prescinde de equipar en ambos lados una placa de circuitos, que se
recubre en dos lados, por razones de costos, dado que esto obligaria a hacer placas de circuitos relativamente caras con
puntos de contacto de agujeros pasantes pre-preparados. Por esta razén, como regla, se utilizan actualmente placas de
circuitos relativamente baratas, que estan recubiertas en un lado, del tipo CEM1 o CEM3. Las placas de circuitos tienen
su campo de uso en aplicaciones en serie con requisitos de caracteristicas mecdnicas y eléctricas mejoradas como es el
caso, por ejemplo, de los electrodomésticos. Las placas de circuitos puede ser perforadas, pero pueden hacer contacto
mediante agujeros pasantes solamente con condiciones. Sin embargo, la desventaja de los subconjuntos electrénicos
que estan dispuestos en una placa de circuitos recubierta en un lado residen en particular en la reducida posibilidad
de colocacidén de los componentes que forman el subconjunto asi como en la limitada posibilidad de descomponer las
posibilidades de conexién.

Por el término “descomponer una posibilidad de conexién” se entiende a este respecto la caracteristica por la que un
subconjunto electrénico para control de un aparato se concibe de tal manera que las regiones funcionales especificas
del subconjunto estén dispuestas fisicamente por separado una de otra como mdédulos con el fin de adaptar, con la
mayor flexibilidad posible, el aparato respectivo a cambios con respecto a las mejoras de disefio o funcionalidades del
aparato. En particular en el caso de los electrodomésticos modernos, los criterios de produccion influenciados por el
disefo son re-evaluados y cada vez se toman mds en consideracion en el disefio.

En ese caso, el desarrollo de un aparato de ese tipo se refiere, de hecho, sustancialmente sélo a la superficie
de control, es decir, a la interface entre el aparato y el usuario, donde el sistema electrénico real del aparato puede
permanecer generalmente sin cambiar en principio. Esto es debido al hecho de que, en el disefio de electrodomésticos,
el disefio de la superficie de control desempefia un papel cada vez mds importante, dado que se considera que ésta
influye cada vez mads en la decision de compra de los clientes. Se ha demostrado que los aparatos equipados con placas
de circuitos en las que el subconjunto electrénico asociado estd presente en el denominado estado entretejido, es decir
donde el sistema electrénico estd dispuesto en conexién funcional directa, por ejemplo, con la interface de usuario,
es frecuentemente necesario en el caso de modificacién de la superficie de control del aparato con el fin de modificar
también correspondientemente el sistema electrénico. Es obvio que esto tiene consiguientemente costos adicionales
indeseados.

Por DE 198 164 445 Al se conoce una solucién en la que los subconjuntos electrénicos de un aparato eléctrico
estan montados y en contacto eléctrico en cada caso en una placa de circuitos recubierta en un lado, donde después de
equipar la respectiva placa de circuitos, las respectivas superficies no equipadas de las placas de circuitos individuales
se colocan una sobre otra y se fijan mecdnicamente de forma apropiada. La desventaja de este método, que se conoce
por el estado de la técnica, para producir un subconjunto de ese tipo reside en el hecho de que las placas individuales
mecanicamente conectadas y superpuestas son en tltimo término demasiado gruesas y, ademds, el método es de costo
relativamente alto.

La presente invencion se basa en el problema técnico de facilitar un subconjunto electrénico del tipo indicado en
la introduccién asi como un método correspondiente para producir un subconjunto de dicho tipo, donde es posible una
descomposicion de las posibilidades de conexién de los médulos correspondientes.

Esta tarea se logra en el caso de un subconjunto electrénico del tipo indicado en la introduccién porque el primer
grupo de componentes electrénicos para formacion de la interface de usuario o el médulo de interface de usuario
estan montados y en contacto eléctrico en un primer lado de la placa de circuitos, y el segundo grupo de componentes
electrénicos para formacién del médulo de célculo y control estdn montados y en contacto eléctrico en un segundo
lado, que esta enfrente del primer lado, de la placa de circuitos.

Segtn la invencion, el problema técnico subyacente a la presente invencion se resuelve ademds con un método para
producir el subconjunto segin la invencién con los pasos siguientes del método: equipar el primer lado de la placa de
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circuitos con un primer grupo de componentes electrénicos para formacién de la interface de usuario del subconjunto;
equipar el segundo lado de la placa de circuitos con un segundo grupo de componentes electrénicos para formacién
de un médulo de célculo y control del subconjunto; y disponer conexiones de transmisién de sefiales y/o suministro
de potencia entre el primer lado y el segundo lado.

Las ventajas de la invencidn residen en particular en que, mediante la separacion de los componentes electrénicos
para formacién de la interface de usuario de los componentes electronicos para formacién del médulo de calculo
y control los respectivos subconjuntos o médulos se pueden desarrollar y adaptar completamente por separado uno
de otro. En particular, por ejemplo, en el caso de electrodomésticos es posible convertir, de manera especialmente
econdmica y simple, la realizacién de una nueva propuesta de disefio para la interface de usuario o superficie de control
del aparato completamente por separado del sistema electronico a conectar. Como consecuencia, en otro desarrollo
del aparato es posible recurrir a sistemas electrénicos ya existentes.

Las ventajas de uso de una placa de circuitos recubierta en dos lados o las ventajas de equipar la placa de circuitos
en dos lados son significativas adicionalmente dado que esto ofrece la posibilidad de acomodar el mismo circuito
electrénico en un subconjunto sustancialmente mds pequefio que en el caso de una placa de circuitos recubierta en
un lado. Se puede utilizar preferiblemente material CEM-1, CEM-3 o FR-4 como posibles materiales base de las
placas de circuitos. Los materiales se distinguen, como ya se ha indicado, por las caracteristicas mecdnicas y eléctricas
mejoradas. Ademds, el material basado en FR-4 estd disefiado para temperaturas mds altas y tiene ademds una mejor
resistencia a corrientes de fuga. Dichos materiales son materiales estdndar y son conocidos en la tecnologia de las
placas de circuitos. Obviamente, sin embargo, a este respecto también se puede usar otros materiales base para las
placas de circuitos o soportes de circuito.

Un posible método de produccion, que es simple de llevar a la practica y en ese caso muy efectivo, del subconjunto
electrénico segtin la invencién para optimizacién de la descomposicién de los subconjuntos individuales se indica por
el método segun la invencion. En ese caso, se ha previsto en particular conectar el primer lado de la placa de circuitos,
que estd equipada con el primer grupo de componentes electrénicos para formacién de la interface de usuario, con el
segundo grupo, que estd montado en el segundo lado de placa de circuitos, de los componentes electrénicos para for-
macién del médulo de célculo y control por medio de conexiones de transmisidn de sefiales y/o suministro de potencia.
Soélo asi se puede desarrollar o adaptar el primer grupo de componentes electrénicos completamente por separado del
segundo grupo de componentes electrénicos. Asi, también es concebible, por ejemplo al objeto de realizar una nueva
propuesta de disefio para la superficie de control de un electrodoméstico, recurrir a sistemas electrénicos ya existen-
tes, donde simplemente hay que adaptar apropiadamente el primer grupo de componentes electrénicos a los cambios
deseados de la nueva propuesta de disefio, mientras que el segundo grupo de componentes electrénicos permanece
completamente sin cambiar. Mediante la disposicién apropiadamente adaptada de las conexiones de transmision de
seflales y/o suministro de potencia entre el primer lado y el segundo lado de la placa de circuitos es posible convertir,
de manera especialmente econémica y simple, la realizacion de las nuevas propuestas de disefio para la superficie de
control.

Desarrollos preferidos de la invencion se indican en las reivindicaciones secundarias 2 a 9 con respecto al subcon-
junto electrénico y en las reivindicaciones secundarias 11 a 13 con respecto al método de produccion.

Asi, con respecto al subconjunto electrénico se ha previsto preferiblemente que la placa de circuitos esté libre de
puntos de contacto de agujeros pasantes, en particular de puntos de contacto de agujeros pasantes STH (STH = agujero
pasante de plata), donde se ha previsto al menos un dispositivo de transmision de sefiales para transmision alternativa
de sefiales de control entre el primer grupo de componentes electrénicos en el primer lado de la placa de circuitos
y el segundo grupo de componentes electronicos en el segundo lado de la placa de circuitos y/o para suministro del
primer lado con potencia eléctrica por medio del segundo lado o a la inversa. Mediante este desarrollo ventajoso del
subconjunto electrénico es posible, en particular, llevar a cabo de forma simple una separacion entre disefio y funcién
del panel en una placa de circuitos. Dentro del término “disefio de panel” quedan incluidos todos los elementos de
indicacién y control, que forman una variante, en el lado delantero de la placa de circuitos, mientras que por el término
“funcién” se ha de entender la funcién independiente de variante en el lado trasero de la placa de circuitos.

En un desarrollo especialmente preferido de la forma de realizacién mencionada en tltimo lugar del subconjunto
electrénico segun la invencion se ha previsto que el dispositivo de transmision de sefiales incluya al menos un ele-
mento conectable que se conecta en una region de la placa de circuitos por medio de regiones de conexidn opuestas
que estan formadas en los lados primero y segundo de la placa de circuitos y se combinan entre si. Con el fin de
suministrar sefiales desde el primer grupo de componentes electronicos del primer lado de la placa de circuitos, que
también se denomina “lado de panel” dado que mira hacia el panel operativo del aparato, al segundo grupo de com-
ponentes electrénicos en el segundo lado de la placa de circuitos, también denominado “lado de aparato”, las senales
en el lado de panel son enviadas a una region de borde y llevadas al lado de panel por medio del elemento conectable,
tal como, por ejemplo, por medio de un conector de tarjeta de borde. En ese caso, se prevé que el microcontrola-
dor maestro del aparato esté dispuesto en el lado de aparato, es decir en el lado de la placa de circuitos que mira al
aparato interior. En el caso de la disposicion o disefio de las respectivas regiones de conexién en los lados primero
y segundo de la placa de circuitos. También es concebible proporcionar un rebaje, desviado en forma de escaldn,
en las respectivas regiones de borde de la placa de circuitos. En ese caso, los elementos conectables pueden estar
adaptados a la anchura respectiva del rebaje de modo que se logre fijar los elementos conectables contra el desplaza-
miento lateral. Ademds, es concebible realizar la regién conectable en la regién de borde de la placa de circuitos de
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modo que también se pueda usar en paralelo para conexiéon de mas médulos electrénicos por elemento conectable o
conector de tarjeta de borde con lineas conectadas. Asi es posible usar las regiones de conexién no solamente como
interfaces entre los lados primero y segundo de la placa de circuitos, sino también interfaces de toda la placa de circui-
tos con respecto a otras placas de circuitos. Sin embargo, obviamente, también son concebibles aqui otras formas de
realizacion.

En una realizacion especialmente preferida del subconjunto electrénico se ha previsto que el dispositivo de trans-
misién de sefiales incluya al menos un elemento conductor, en particular un puente de cable, donde dicho elemento
conductor conecta eléctricamente una primera region de contacto en el primer lado de la placa de circuitos con una se-
gunda regién de contacto en el segundo lado de la placa de circuitos. Se puede utilizar un dispositivo de transmisién de
sefiales de ese tipo en forma de un elemento conductor, por ejemplo, para el suministro de potencia de los respectivos
grupos de subconjuntos en los lados primero y segundo, dado que el elemento conductor se puede adaptar en términos
de disefio, de manera especialmente simple, a las condiciones apropiadas, tal como intensidad de voltaje, etc. Aqui,
por ejemplo, es concebible conectar el segundo lado de la placa de circuitos por medio de un elemento conectable con
una unidad de suministro de potencia de la red y a su vez por medio de un elemento conductor con el primer lado de la
placa de circuitos con el fin de asegurar de esa manera el suministro de voltaje a los subconjuntos o médulos montados
en ambos lados.

Es especialmente ventajoso que el dispositivo de transmision de sefiales incluya al menos un elemento de contacto
de agujero pasante, que se extiende a través de un agujero de paso en la placa de circuitos y conecta eléctricamente
una primera regioén de contacto en el primer lado de la placa de circuitos con una segunda regioén de contacto en el
segundo lado de la placa de circuitos. En ese caso, es concebible formar el agujero de paso en la placa de circuitos por
troquelado, perforacién, perforacién con laser o, sin embargo, también por fresado. No obstante, en esta realizacién
especialmente preferida del subconjunto electrénico segtin la invencion es posible recurrir a las ventajas, que son
conocidas en la tecnologia de las placas de circuitos, relativas a las posiciones de contacto de agujero pasante, tal
como, por ejemplo, puntos de contacto de agujero pasante STH, aunque el material base de las placas de circuitos
por razones de costos carece intencionadamente desde el principio de puntos de contacto de agujeros pasantes, donde
las posiciones de contacto de agujero pasante ausentes son sustituidas individualmente por elementos de contacto de
agujero pasante. Esta es una posibilidad especialmente econémica de realizacién de puntos de contacto de agujero
pasante ventajosos.

En ese caso se prevé de manera especialmente ventajosa que el elemento de contacto de agujero pasante sea un
elemento conectable hecho, en particular, de hoja metélica, que tiene una superficie de contacto plana y una regién de
pasador conectada eldsticamente con la superficie de contacto por medio de una seccién de muelle, donde la superficie
de contacto descansa a nivel en la regién de contacto de la placa de circuitos y donde la region de pasador se extiende
a través del agujero de paso cuando el elemento conectable, como elemento de contacto de agujero pasante, estd
insertado en el agujero de paso. En ese caso, la superficie plana de contacto del elemento conectable se disefia de
forma especialmente preferida de tal manera que pueda estar en contacto eléctrico, de manera especialmente simple
de realizar, con la regién de contacto correspondiente de la placa de circuitos. La seccién de muelle, que conecta la
superficie de contacto con la regién de pasador, sirve entre otros para fijar fijamente el elemento conectable en el
agujero de paso antes de que el elemento se conecte fijamente y en contacto eléctrico, por ejemplo, por soldadura, a
las regiones de contacto correspondientes de la placa de circuitos. Obviamente, sin embargo, también son concebibles
aqui otras formas de realizacién y formas de disefio del elemento conectable. Asi, es posible construir el elemento
conectable de un material individualmente adaptado a los requisitos correspondientes. Seria concebible usar como
material base para el elemento conectable, por ejemplo, un polimero conductor eléctrico.

Con el fin de lograr que los componentes SMD (SMD = dispositivo montado en superficie) en ambos lados y los
componentes cableados en un lado o los componentes THD (THD = dispositivo de agujero pasante) sean utilizables en
la placa de circuitos, el primer grupo de componentes electrénicos son componentes de dicho tipo que se montan por
medio de tecnologia SMD en una regién SMD en el primer lado de la placa de circuitos, mientras que el segundo grupo
de componentes electrénicos son componentes de dicho tipo que se montan no solamente por medio de tecnologia
SMD de una regiéon SMD del segundo lado de la placa de circuitos, sino también por medio de tecnologia THD en una
regién THD del segundo lado de la placa de circuitos. En ese caso, se ha previsto que la regién THD del segundo lado
difiera de la region SMD del segundo lado y que la regién SMD del segundo lado sea una regién que corresponda a,
pero esté enfrente de, la region SMD del primer lado.

Sin embargo, a este respecto también seria concebible que el primer grupo de componentes electrénicos sean
componentes de dicho tipo que se montan no solamente por medio de tecnologia SMD en una regién SMD del primer
lado de la placa de circuitos, sino también por medio de tecnologia THD en una regién THD del primer lado de la
placa de circuitos, mientras que el segundo grupo de componentes electrénicos son componentes de dicho tipo que se
montan por medio de la tecnologia SMD en una regién SMD del segundo lado de la placa de circuitos. En ese caso, se
ha previsto que la regiéon THD del primer lado difiera de la regién SMD del primer lado y la regién SMD del segundo
lado sea una region que corresponda a, pero esté enfrente de, la regién SMD del primer lado.

Las técnicas de soldadura apropiadas en la produccion de sistemas electrénicos, en particular la tecnologia THD
para componentes montados por conexion y tecnologia SMD para componentes montados en superficie son conocidas
en el estado de la técnica y no se explican con mds detalle aqui.
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Como un desarrollo ventajoso del método de produccion segin la invencién se ha previsto que en el paso de método
de disponer las conexiones de transmision de sefiales y/o suministro de potencia entre el primer lado y el segundo lado
de la placa de circuitos se formen regiones de conexién que se extiendan en el primer lado y el segundo lado de la placa
de circuitos de manera que estén enfrente en una regidn de borde y se combinen una con otra, donde posteriormente
se conectan elementos conectables sobre las regiones de conexidn opuestas y combinadas entre si.

Con preferencia especial, para disponer conexiones de transmision de sefiales se dispone al menos una regién de
contacto en el primer lado de la placa de circuitos y al menos una regién de contacto en el segundo lado de la placa
de circuitos, regiones que posteriormente se conectan por un elemento conductor tal como, por ejemplo, un puente de
cable.

Con respecto a otra forma de realizacioén especialmente preferida del método segin la invencidn, se ha previsto
ademads que al menos un agujero de paso en la placa de circuitos, al menos una primera region de contacto en el primer
lado de la placa de circuitos y al menos una segunda regién de contacto en el segundo lado de la placa de circuitos
estén formados y posteriormente se inserte un elemento de contacto de agujero pasante en el al menos Gnico agujero
de paso con el fin de conectar eléctricamente la al menos unica primera regién de contacto con la al menos unica
segunda region de contacto.

Otras ventajas y beneficios de la invencion serdn mds claros por la descripcién siguiente de la forma de realizacién
preferida por medio de las figuras, en las que:

La figura 1 representa el lado de panel de una primera forma de realizacién preferida del subconjunto electrénico
segun la invencion.

La figura 2 representa el lado de aparato, que estd asociado con el lado de panel ilustrado en la figura 1, del
subconjunto electrénico segin la invencién, segun la primera forma de realizacién.

La figura 3 representa el lado de panel de otra forma de realizacion preferida del subconjunto electrénico segtin la
invencion.

La figura 4 representa el lado de aparato asociado con el lado de panel de la forma de realizacién, que se ilustra en
la figura 3, del subconjunto electrénico segun la invencion.

La figura 5 representa una ilustracién esquematica de otra forma de realizacién del subconjunto electrénico segin
la invencion, en estado instalado.

La figura 6 representa una ilustracién tridimensional de una forma de realizacién del elemento de contacto de
agujero pasante segtin la invencion.

La figura 1 representa el lado de panel 5 de una forma de realizacién preferida del subconjunto electrénico 1.
La forma de realizacion aqui ilustrada es una primera variante del subconjunto 1, en cuyo montaje los componentes
SMD 2 y la regién de soldadura por ola 20 de los componentes THD 4, que se insertan en el lado de aparato 7, estin
dispuestos en el lado de panel 5 en una regiéon SMD 19.

La figura 2 representa el lado de aparato 7, que estd asociado con el lado de panel 5 ilustrado en la figura 1, de
la primera forma de realizacién preferida del subconjunto electrénico 1. No solamente los componentes SMD 4, sino
también los componentes THD 4’ estdn dispuestos en el lado de aparato 7, donde los componentes THD 4’ estdn
dispuestos en una regiéon THD 20’ del lado de aparato 7, la regién que estd exactamente enfrente de la region de
soldadura por ola 20 del lado de panel 5. Los componentes de montaje 4 se puede disponer en el lado de aparato 7 no
solamente en la regién THD 20°, sino también en la regién SMD 19°. La regién SMD 19’ del lado de aparato 7 esta
exactamente enfrente de la region SMD 19 del lado de panel 5.

Con respecto a la figura 1, un primer grupo de componentes electrénicos 2 para formacién de una interface de
usuario estd montado en el lado de panel 5 del subconjunto electrénico 1 en la region SMD 19. Este primer gru-
po de componentes electrénicos 2 se compone, por ejemplo, de conmutadores, botones, potenciémetros, elementos
indicadores, pantallas de siete segmentos, diodos fotoemisores y componentes electrénicos similares. En cada caso,
estos componentes electrénicos son componentes SMD, es decir componentes que se montaron en la superficie 5 de
la placa por medio de tecnologia SMD conocida en el estado de la técnica. En ese caso, la tecnologia SMD incluye
generalmente los pasos del método de dispensar, montar y posteriormente contactar eléctricamente los componentes
2. Los pasos son conocidos en la técnica actual y no se explican con mds detalle aqui.

Como se representa en la figura 1, también se puede disponer opcionalmente un microcontrolador 27 en el lado
de panel 5 en la regiéon SMD 19 del subconjunto 1, microcontrolador que estd presente para controlar o activar el
control de los componentes electrénicos 2, que estdn dispuestos igualmente en el lado de panel 5, del primer grupo
para formacion de la interface de usuario. A este respectivo, dicho microcontrolador 27 se ha de considerar igualmente
como un componente 2 del primer grupo, dado que en el primer ejemplo sirve para formacién de la interface de usuario
del subconjunto electrénico 1.
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Segtn la figura 2 no solamente los componentes SMD 4, sino también los componentes THD 4’ estan dispuestos
en el lado de aparato 7. Los componentes SMD 4 estdn en la region SMD 19°, que esta situada exactamente enfrente
de la regiéon SMD 19 del lado de panel 5. De manera similar, los componentes THD 4’ o los componentes cableados
4’ estdn dispuestos en el lado de aparato 7 en la regién 20 que corresponde a, pero estd enfrente de, la regién SMD
20 del lado de panel 5. Los componentes 4, 4 dispuestos en el lado de aparato 7 pertenecen a un segundo grupo de
componentes electrénicos que sirven para la formacién de un médulo de célculo y control del subconjunto electrénico
1. Los componentes electrénicos 4, 4’ del segundo grupo estdn compuestos por el microcontrolador maestro 28 y los
circuitos o chips asociados.

Se utiliza material CEM-1, CEM-3 o SR-4 como material base de las placas de circuitos en el subconjunto electr6-
nico 1 segtin la primera forma de realizacidon. Los materiales se distinguen por caracteristicas mecdnicas y eléctricas
mejoradas. En ese caso, se ha previsto que los materiales base estén recubiertos en dos lados. Con el fin de reducir
los costos de produccién del subconjunto electrénico 1 se prescinde intencionadamente, en el caso de los materiales
base de las placas de circuitos, de posiciones de contacto de agujero pasante ya preformadas, en particular puntos de
contacto de agujero pasante STH. En cambio, se disponen dispositivos de transmision de sefiales 6 para transmisién
alternativa de sefiales de control entre los componentes 2 del lado de panel 5 y los componentes 4, 4° del lado de apara-
to 7. Estos dispositivos de transmisién de sefiales 6 también sirven para el suministro de los componentes electrénicos
2 del lado de panel 5 con potencia eléctrica por medio del lado de aparato 7, o a la inversa.

Segin la primera forma de realizacion preferida del subconjunto electrénico 1 segun la invencidn ilustrado en las
figuras 1y 2, los elementos conectables 8 asi como los elementos de contacto de agujero pasante 10 se han previsto
como dispositivos de transmision de sefiales 6. Los elementos conectables 8 se montan en respectivas regiones de
borde 11 de la placa de circuitos 3. Para esta finalidad, las denominadas regiones de conexion 12 se formaron en las
respectivas posiciones de la regién de borde 11 de la placa de circuitos 3. Estos elementos conectables 8 conectan asi
eléctricamente las regiones de conexién 12 que se forman de manera que estén enfrente de los lados de panel y aparato
5,7 de la placa de circuitos y se combinan entre si. Las regiones de conexién 12 se conectan eléctricamente por medio
de pistas conductoras (no ilustradas explicitamente) con los componentes respectivos 2, 4, 4’; sin embargo, también
es concebible que las regiones de conexion 12 se conecten al menos en parte por medio de hilos de unién u otros hilos
con las respectivas conexiones de los componentes 2, 4, 4°.

Como dispositivos adicionales de transmisién de sefiales 6 en la primera forma de realizacién preferida del sub-
conjunto electronico 1 segtin la invencién también se han previsto elementos de contacto de agujero pasante 10 que se
extienden respectivamente a través de un agujero de paso 15 en la placa de circuitos 3 y conectan eléctricamente una
primera region de contacto 14 del lado de panel 5 de la placa de circuitos 3 con una segunda regién de contacto 14’
en el lado de aparato 7 de la placa de circuitos 3. En ese caso, se ha previsto formar los respectivos agujeros de paso
15 en la placa de circuitos 3 por troquelado, perforacion, perforacién con ldser o, sin embargo, también por fresado.
También se puede ver en la figura 1 que la regiéon de contacto 14 de los elementos de contacto de agujero pasante 10
coincide con la regién de soldadura por ola 20 del lado de panel 5. Consiguientemente, el elemento de contacto de
agujero pasante 10 puede ser considerado como un componente THD 4’ que, por ejemplo, estd fijado y en contacto
eléctrico apropiado por medio de soldadura por ola.

La primera forma de realizacién del subconjunto electrénico 1 segin la invencién se distingue por el hecho de que
en el lado de panel 5 se han dispuesto solamente los componentes electrénicos 2 que sirven para la formacién de la
interface de usuario del subconjunto 1, mientras que en el lado de aparato 7 estan los componentes 4, 4’ para formacién
del médulo de célculo y control del subconjunto 1. Por ello hay una completa descomposicidén de los componentes
electrénicos 2, 4, 4’. Mediante la disposicion de los componentes 2, 4, 4’ segtin la primera forma de realizacién de
la presente invencidn se logra que en el caso de cambios de disefio o cambios de la interface de usuario solamente
haya que cambiar la disposicién del lado de panel 5. En contraposicién, la disposicién del lado de aparato 7 puede
permanecer sin cambiar, lo que reduce los costos que tienen lugar en conexion con el cambio de disefio y el gasto de
tiempo.

La figura 3 representa el lado de panel 5 de una segunda forma de realizacién preferida del subconjunto electrénico
1 segtin la invencion.

La figura 4 representa el lado de aparato 7, que estd asociado con el lado de panel 5 ilustrado en la figura 3, de
dicho subconjunto electrénico 1 de la segunda forma de realizacién preferida.

La segunda forma de realizacion preferida difiere de la primera forma de realizacién preferida segun las figuras 1 y
2 en que ahora no solamente los componentes SMD 2, sino también los componentes cableados o componentes THD
2’ estdn dispuestos en el lado de panel 5. Asi, los componentes SMD (no ilustrados) y la regioén de soldadura por ola
20’ de los componentes cableados 2’ del lado de panel 5 se pueden disponer en el lado de aparato correspondiente 7.

De forma andloga a la primera forma de realizacién preferida del subconjunto electrénico 1, los componentes 2, 2’,
que se usan para formar el disefio de panel, de nuevo se disponen exclusivamente en el lado de panel 5, mientras que
los componentes 4 que sirven para la formacién del médulo de calculo y control estdn presentes en el lado de aparato
7. Por razones de costo, el subconjunto electrénico 1 segin la segunda forma de realizacién estd formado igualmente
por una placa de circuitos 3 recubierta en dos lados con un material conductor eléctrico, donde la placa de circuitos 3
carece de posiciones de contacto de agujero pasante, en particular posiciones de contacto de agujero pasante STH. Las

6



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2300994 T3

posiciones de contacto de agujero pasante ausentes, de forma andloga a la primera forma de realizacién preferida, son
sustituidas por dispositivos de transmisién de sefiales 6 en forma de elementos conectables 8 y regiones de conexién
12 combinadas entre si.

Una diferencia de la segunda forma de realizacién preferida con respecto a la primera forma de realizacién prefe-
rida consiste en que ahora se desea prescindir de dispositivos de transmisién de sefiales 6 en forma de elementos de
contacto de agujero pasante 10, en lugar de disponer elementos conductores 9 tal como, por ejemplo, cables puente,
que conectan eléctricamente una primera region de contacto 13 en el lado de panel 5 de la placa de circuitos 1 con una
segunda region de contacto 13’ en el segundo lado 7 de la placa de circuitos 1. Ademads, un elemento conductor 29
que sirve para el suministro de potencia del subconjunto electrénico estd dispuesto en el lado de aparato 7.

Igualmente, un microcontrolador 27 estd dispuesto opcionalmente en el lado de panel 5 de la segunda forma de
realizacion, microcontrolador que sirve para activar el control o controlar los componentes 2, 2’°, que estin presentes en
el lado de panel 5, para la formacién de la interface de usuario y aqui se ha de considerar igualmente como componente
2, 2’ perteneciente al primer grupo.

La figura 5 representa una ilustracién esquematica de otra forma de realizacién del subconjunto electrénico 1 segiin
la invencidn en el estado instalado. En la forma de realizacién ilustrada, el subconjunto electrénico 1 estd presente a
modo de capas en el lado de panel 5. El subconjunto electrénico 1 se construye de forma andloga a la primera forma
de realizacion preferida de las figuras 1 y 2, es decir, en el lado de panel 5 se disponen los componentes SMD 2 y la
regién de soldadura por ola 20 de los componentes cableados o THD 4’, que estan dispuestos en el lado de aparato 7.
Como se ilustra, el subconjunto electrénico 1 comunica por medio de un elemento conectable 8, que se forma como
un enchufe de borde, con un médulo de accionamiento 21 que, a su vez, estd con un médulo sensor 22 y un médulo
accionador 23. La comunicacidn entre el subconjunto 1 y el médulo de accionamiento 21 tiene lugar por medio de un
bus D 24, que esta dispuesto en el enchufe de borde o el elemento conectable 8§ en el subconjunto electrénico 1.

Un bus SPI-D 25, que estd conectado con una pantalla 26, estd conectado por medio de un elemento conductor 9
en el lado de panel 5 del subconjunto electrénico 1. Igualmente, el suministro de potencia del subconjunto 1 se lleva
a cabo por medio de un elemento conductor 9, que, sin embargo, estd dispuesto en la regién de soldadura por ola 20
del lado de panel 5. Opcionalmente es concebible conectar, por ejemplo, un médulo externo de seleccién de programa
con el disefio 6ptico al subconjunto electrénico 1 por uno o mds buses 24, 25, donde el contacto eléctrico se lleva
a cabo en la regién de soldadura por ola 20 del lado de panel 5 por medio de elementos conductores 9. Ademads, se
puede poner, si se desea, una unidad de suministro de potencia de red adicional para el suministro de potencia del
subconjunto electrénico.

La figura 6 representa una vista tridimensional de una posible forma de realizacién del elemento de contacto de
agujero pasante 10 segin la invencién. Dicho elemento de contacto de agujero pasante 10 en el estado insertado se
extiende a través de un agujero de paso 15 en la placa de circuitos 3 y conecta una primera regién de contacto 14 en
el primer lado 5, 7 de la placa de circuitos 3 con una segunda regién de contacto 14’ en el segundo lado de la placa
de circuitos 7, 5. En ese caso, es concebible, por ejemplo, realizar el contacto eléctrico del elemento de contacto de
agujero pasante 10 por soldadura por reflujo en el lado superior del elemento de contacto de agujero pasante 10, que
corresponde con la superficie de contacto 16, mientras que el lado inferior o la regién de pasador 17 del elemento de
contacto de agujero pasante 10 se fija por medio de soldadura por ola o se conecta eléctricamente con las respectivas
regiones de contacto 14, 14°.

El elemento de contacto de agujero pasante ilustrado 10 es un elemento conectable formado, en particular, de hoja
metdlica y que tiene una superficie plana de contacto 16 y una regién de pasador 17, que estd conectada eldsticamente
con la superficie de contacto 16 por medio de una seccién de muelle 18, donde la superficie de contacto 16 descansa
a nivel en la regién de contacto 14, 14’ de la placa de circuitos 3 y donde la regién de pasador 17 se extiende a través
del agujero de paso 15 cuando el elemento de contacto de agujero pasante 10 se inserta en el agujero de paso 15.

Las ventajas del subconjunto eléctrico 1 segin la invencién segin las formas de realizacion preferidas antes des-
critas relativas a soluciones conocidas se encuentran en particular en la separacién del disefio y la funcién mediante
la disposicion inteligente de los componentes 2, 2’°, 4, 4’ en lados respectivos de la placa de circuitos 5, 7, en los
ahorros de costos debidos a la omisién de un médulo de control separado, que absorbe los componentes relevantes
para el disefio en las soluciones anteriores, y en el ahorro de espacio de construccidn gracias a la omisién del médulo
de control separado.

Lista de nimeros de referencia

1 Subconjunto electrénico

2 Componentes electrénicos del primer grupo (componentes SMD)
2 Componentes electrénicos del primer grupo (componentes THD)
3 Placa de circuitos
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10
11
12
13, 13’
14,14’
15
16
17
18
19,19’
20, 20’
21
22
23
24
25
26
27
28
29
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Componentes electrénicos del segundo grupo (componentes SMD)
Componentes electrénicos del segundo grupo (componentes THD)
Primer lado o lado de panel

Dispositivo de transmision de sefiales
Segundo lado o lado de aparato
Elemento conectable

Elemento lateral, elemento conductor
Elemento de contacto de agujero pasante
Regién de borde

Region conectable

regién de contacto

regién de contacto

Agujero de paso

Superficie de contacto

Regién de pasador

Seccién de muelle

regién SMD del primer/segundo lado
regién THD del primer/segundo lado
Moédulo de accionamiento

Modulo sensor

Moédulo accionador

Bus D

Bus SPI-G

Pantalla

Microcontrolador

Controlador maestro

Elemento conductor para suministro de potencia
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REIVINDICACIONES

1. Subconjunto electrénico incluyendo al menos una placa de circuitos (3) recubierta en dos lados con un material
conductor eléctrico, donde la placa de circuitos (3) estd equipada con un primer grupo de componentes electrénicos
(2) para formacion de una interface de usuario con un segundo grupo de componentes electrénicos (4) para formacién
de un médulo de célculo y control, caracterizado porque el primer grupo de componentes electrénicos (2) para
formacién de una interface de usuario estd montado y puede contactar eléctricamente en un primer lado (5) de la placa
de circuitos (3) y el segundo grupo de componentes electrénicos (4) para formacioén del médulo de célculo y control
estd montado y puede contactar eléctricamente en un segundo lado (7), que esta enfrente del primer lado (5), de la
placa de circuitos (3).

2. Subconjunto electrénico segun la reivindicacién 1, caracterizado porque la placa de circuitos (3) estd libre de
posiciones de contacto de agujero pasante, en particular posiciones de contacto de agujero pasante STH.

3. Subconjunto electrénico segun la reivindicacidon 1 o 2, caracterizado porque la placa de circuitos (3) tiene
al menos un dispositivo de transmision de sefiales (6) para transmision alternativa de sefiales de control entre el
primer grupo de componentes electrénicos (2) en el primer lado (5) de la placa de circuitos (3) y el segundo grupo de
componentes electrénicos (4) en el segundo lado (7) de la placa de circuitos (3) y/o para suministrar al primer lado (5)
potencia eléctrica por medio del segundo lado (7) o a la inversa.

4. Subconjunto electrénico segun la reivindicacién 3, caracterizado porque el dispositivo de transmisién de sefiales
(6) incluye al menos un elemento conectable (8) que se conecta en una region de borde (11) de la placa de circuitos
(3) por medio de regiones de conexién (12) que estan formadas de manera opuesta en los lados primero y segundo (5;
7) de la placa de circuitos (2) y se combinan una con otra.

5. Subconjunto electrénico segun la reivindicacién 3 o 4, caracterizado porque el dispositivo de transmisién de
sefiales (6) incluye al menos un elemento conductor (9), en particular un puente de cable, que conecta eléctricamente
una primera region de contacto (13) en el primer lado (5) de la placa de circuitos (3) con una segunda regién de
contacto (13°) en el segundo lado (7) de la placa de circuitos (3).

6. Subconjunto electrénico segtin una de las reivindicaciones 3 a 5, caracterizado porque el dispositivo de trans-
misién de sefiales (6) tiene al menos un elemento de contacto de agujero pasante (10) que se extiende a través de un
agujero de paso (15) en la placa de circuitos (3) y conecta eléctricamente una primera regién de contacto (14) en el
primer lado (5) de la placa de circuitos (3) con una segunda regién de contacto (14) en el segundo lado (7) de la placa
de circuitos (3).

7. Subconjunto electrénico segtin la reivindicacién 6, caracterizado porque el elemento de contacto de agujero
pasante (10) es un elemento conectable que se construye, en particular, como una chapa y que tiene una superficie
plana de contacto (16) y una regién de pasador (17), que estd conectada eldsticamente con la superficie de contacto
(16) por medio de una seccién de muelle (18), donde la superficie de contacto (16) descansa a nivel en la regién de
contacto (14, 14’) de la placa de circuitos (3) y donde la regién de pasador (17) se extiende a través del agujero de paso
(15) cuando el elemento conectable (10) como elemento de contacto de agujero pasante (10) se inserta en el agujero
de paso (15).

8. Subconjunto electrénico segun una de las reivindicaciones precedentes, caracterizado porque el primer grupo
de componentes electrénicos (2) son componentes montados por medio de tecnologia SMD en una regién SMD (19)
del primer lado (5) de la placa de circuitos (3) y el segundo grupo de componentes electrénicos (4) no son solamente
componentes montados por medio de tecnologia SMD en una regién SMD (19’) del segundo lado (7) de la placa de
circuitos (3), sino también componentes montados por medio de tecnologia THD en una regién THD (20’) del segundo
lado (7) de la placa de circuitos (3), donde la regién THD (20’) del segundo lado (7) es diferente de la region SMD
(19’) del segundo lado (7) y donde la region SMD (19’) del segundo lado (7) es una region correspondiente con, pero
opuesta a, la regién SMD (19) del primer lado (3).

9. Subconjunto electrénico segin una de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque el primer grupo de
componentes electrénicos (2) no son solamente componentes montados por medio de tecnologia SMD en una regién
SMD (19) del primer lado (5) de la placa de circuitos, sino también componentes montados por medio de tecnologia
THD en una regién THD (20) del primer lado (5) de la placa de circuitos (3), y el segundo grupo de componentes
electrénicos (4) son componentes montados por medio de tecnologia SMD en una regién SMD (19°) del segundo lado
(7) de la placa de circuitos (3), donde la region THD (20) del primer lado (5) es diferente de la regiéon SMD (19) del
primer lado (5) y donde la regién SMD (19”) del segundo lado (7) es una regién correspondiente con, pero opuesta a,
la regién SMD (19) del primer lado (3).

10. Método de producir un subconjunto electrénico segin una de las reivindicaciones 1 a 9, que incluye los pasos
siguientes del método: equipar el primer lado (5) de la placa de circuitos (3) con un primer grupo de componentes
electrénicos (2) para formacion de la interface de usuario del subconjunto; equipar el segundo lado (7) de la placa de
circuitos (3) con un segundo grupo de componentes electronicos (4) para formacién de un médulo de célculo y control
del subconjunto; y c) disponer conexiones de transmision de sefiales y/o suministro de potencia entre el primer lado
(5) y el segundo lado (7).
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11. Método segun la reivindicacién 10, caracterizado porque el paso c) del método incluye ademds los pasos
siguientes del método: construir regiones de conexién (12), que se extienden en el primer lado (5) y el segundo lado
(7) de la placa de circuitos (3) en una regién de borde (11) opuestas a y combinadas una con otra; y conectar el
elemento conectable (8) en las regiones de conexion (12) construidas de manera que estén opuestas y combinadas una
con otra.

12. Método segtin la reivindicacion 10 o 11, caracterizado porque el paso c) del método incluye ademads los pasos
siguientes del método: construir al menos una primera regién de contacto (13) en el primer lado (5) de la placa de
circuitos (3) y al menos una segunda region de contacto (13”) en el segundo lado (7) de la placa de circuitos (3); y
conectar la al menos tnica primera region de contacto (13) con la al menos tinica segunda regién de contacto (13”) por
medio de un elemento conductor (9).

13. Método segin una de las reivindicaciones 10 a 12, caracterizado porque el paso c¢) del método incluye ademas
los pasos siguientes del método: construir al menos un agujero de paso (15) en la placa de circuitos (3); construir al
menos una primera regién de contacto (14) en el primer lado (5) de la placa de circuitos (3) y al menos una segunda
regién de contacto (14°) en el segundo lado (7) de la placa de circuitos (3); e insertar un elemento de contacto de
agujero pasante (10) en el al menos tnico agujero de paso (15) para conectar eléctricamente la al menos tnica primera
region de contacto (14) con la al menos tinica segunda regién de contacto (14°).
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[Fig. 005]
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[Fig. 006]
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